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苏州德龙激光股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：投2026-002 

投资者关系 

活动类别 

□ 特定对象调研    □ 分析师会议 

□ 媒体采访        √业绩说明会 

□ 新闻发布会      □ 路演活动 

□ 现场参观        □ 其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称 

及人员姓名 

全体通过网络互动方式参与德龙激光2025年度暨2026年第

一季度业绩暨现金分红说明会的投资者 

时间 2026年5月20日 

地点 
上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：

https://roadshow.sseinfo.com/） 

上市公司 

接待人员姓名 

董事长、总经理：赵裕兴 

董事、副总经理、董事会秘书：袁凌 

财务总监：李苏玉 

独立董事：朱巧明 

投资者关系活动主要内容 

一、 问答环节 

(一) 董秘，你好，请介绍一下公司 2025 年度、2026 年第一季度营收相关情况？ 

答：尊敬的投资者您好！公司 2025 年度实现营业收入 7.87 亿元，较上年同期增加 10.10%，

2025 年全年实现归属于上市公司股东的净利润 2584.79 万元，实现扭亏为盈，主要原因： 

1、2025 年公司产品验收增加，推动本期营业收入增长。同时公司积极践行提质增效行动，

加强费用管控，2025 年销售费用、管理费用和研发费用控制良好，使得财务表现改善； 

2、2024 年，因参股公司股权存在减值迹象，基于谨慎性原则，对参股公司计提长期股权投

资减值损失；2025 年无此因素影响；同时 2025 年公司回款良好，相应计提的信用减值损失

减少； 

3、2024 年，根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的相关规定，公司对递延所得税资产

和递延所得税负债进行了复核。基于谨慎性原则，对以前年度母公司确认的递延所得税资产

和递延所得税负债予以冲回，净额为 2,447.49 万元，减少了 2024 年净利润，2025 年无此因
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素影响。 

2026 年第一季度实现营业收入 0.87 亿元，较去年同期下降 11.93%，第一季度实现归属于上

市公司股东的净利润-2553.14 万元，比去年同期利润减少 906.10 万元，主要原因是： 

1、公司一季度新签订单增长较快，为保障交付质量，公司当期资源向订单交付环节侧重，

一季度营业收入出现阶段性波动，本期营业收入比上年同期下滑 11.93%； 

2、销售费用比上年同期增加 271.31 万元，主要是为支持销售订单，销售相关的人员和费用

有一定增加； 

3、管理费用比上年同期增加 295.91 万元，主要是江苏德龙一期土建工程上年末竣工，折旧

和摊销费用比上年同期增加。 

感谢您对德龙激光的关注！ 

 

(二) 尊敬的赵总，你好，请问公司在存储芯片方面，有哪些技术与设备的应用？ 

答：尊敬的投资者您好！近年来，公司积极布局高端芯片领域，存储类超薄芯片对性能、稳

定性、可靠性及切割效果要求较高，针对存储芯片方向开发了晶圆激光隐切设备（SDBG）、

晶圆激光开槽设备、激光打标设备等产品，其中晶圆激光隐切设备（SDBG）已取得小批量

订单，其它产品正在验证阶段，感谢您对德龙激光的关注！ 

 

(三) 公司激光精密加工设备在半导体领域的国产替代进展如何？ 

答：尊敬的投资者您好！公司专注于激光精细微加工技术产品开发，助力国家高端制造业

的发展，始终坚守技术自主创新发展路径，以前沿技术引领产业升级，全力推进相关领域

产品国产化替代进程。成立20多年以来公司陆续推出了多款进口替代产品，如面向第三代

半导体的碳化硅晶圆切割设备、针对Micro LED领域开发的Micro LED 巨量转移设备，

2025年公司推出了硅晶圆激光隐切设备（SDBG）进入存储芯片领域，该设备通过光学整

形技术，球差矫正算法，高精度高速度平台，高品质激光系统实现晶圆内部高品质隐形切

割能力，实现进口替代。感谢您对德龙激光的关注！ 

 

(四) 赵董事长好！首先恭喜公司在高端激光设备领域取得一系列的突破。请教董事长两

个问题：1、预计 2026 年公司相关激光设备出货量增长主要会在存储芯片领域、光

模块领域、PCB 领域还是固态电池领域？2、目前公司针对长江存储的出货情况如
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何？是否已经形成批量订单？另外公司是否已经通过长鑫存储的测试认证？谢谢！ 

答：尊敬的投资者您好！公司专注于激光精细微加工领域，聚焦于半导体、电子、锂电、

光伏和面板显示等应用领域，公司设备属于专用激光设备，专用设备领域呈现产品体系丰

富多样，但受细分应用场景制约，出货量整体偏小的特点。在存储芯片领域，公司开发了

晶圆激光隐切设备（SDBG）、晶圆激光开槽设备、激光打标设备等产品；在光模块领

域，公司主要为行业知名客户提供自动化装配及自动化检测解决方案，以及激光蚀刻、切

割、焊接和键合等解决方案；在PCB领域，公司开发了包括应用于PCB硬板、FPC软板、

软硬结合板等线路板材料的切割、打标、钻孔等成熟的激光精细微加工产品矩阵；在固态

电池领域，公司推出了极片制痕绝缘方案，同时正在验证激光加热、超快激光制片等新工

艺。上述产品在公司整体收入中占比较小，请注意投资风险。公司与客户的业务具体合作

信息涉及相关商业保密条款，在此不便透露，敬请谅解。公司的主要业务进展情况请详见

公司在上交所披露的相关定期报告。感谢您对德龙激光的关注！ 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2025年5月21日 

 


